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Области применения толстопленочной технологии

- Гибридные интегральные схемы;

- Силовая электроника;

- Автомобильная электроника;

- Оптоэлектроника;

- Потребительская электроника;

- Медицинская техника;

- Преобразователи энергии;

- Датчики;

- СВЧ компоненты;

- Нагреватели;

- Резисторы.



Гибридные интегральные схемы, платы и СВЧ модули



Чип конденсаторы



Чип резисторы

Чип резисторы: 

- Al2O3 керамика;

- RuO2 резистивный слой;

- Ag, AgPd проводник



Исходные материалы

Порошки: 

- Керамики Al2O3, CaZrO4, AlN, BaTi…….;

- Оксида рутения RuO2;

- Металлов Au, Pd, Pt, Ag, AgPd, Cu…..



Автомобильная электроника

- Подложки гибридных интегральные схемы для датчиков;

- Подложки и платы для силовых модулей;

- Терморезисторы;

- Датчики давления;

- Датчики положения и уровня;

- Электронагреватели;

- Газоанализаторы;

- Платы систем управления;

- Платы регуляторов напряжения.

Автомобильная электроника



Импульсные

Источники вторичного питания
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Автомобильная электроникаИсточники вторичного питания
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Источники вторичного питания

Модульное построение



Преимущества модульного построения

- Применение бескорпусных полупроводниковых чип-элементов;

- Применение интегральных толстопленочных резисторов;

- Применение интегральных толстопленочных терморезисторов и датчиков 
температуры для обратной связи и фиксации аварийных режимов;

- Применение интегральных толстопленочных проводников произвольного 
сечения;

- Применение печатных трансформаторов с высоким теплоотводом;

- Снижение тепловой нагрузки за счет применения высокотеплопроводных 
плат на базе алюмонитридной керамики;

- Возможность монтажа платы модуля непосредственно на радиатор;

- Уменьшение площади сечения проводников за счет повышенного 
теплоотвода;

- Создание 100% российского продукта.



Источники вторичного питания

Применяемые материалы

Керамика Si3N4 AlN Al2O3 ZDA

Теплопроводность, W/m*K 80-100 170-220 20-30 20-30

Прочность на изгиб, Мра 600-700 400-500 250-350 500-700

К-т температурного расширения, 
*10Е-6/К

3 4.4 7.2 -

Материал Уд. Сопр., 
мОм/кв

Min толщ., 
мкм

Max толщ., 
мкм

Хим. 
Стойкость, 

(0…5)

Паяемость, 
(0…5)

Свариваем
ость, (0…5)

Ag <3 8 150-200 3 5 4

AgPt <8 8 150-200 4 5 4

AgPd <30 8 150-200 5 5 5

Au <5 8 <20 5 2 5

R До 10 ГОм - - - - -

Диэлектрик - 8 <100 5 - -

«Защита» - 8 <100 5 - -



Продуктовые цепочки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


